
圧倒的な実績のちがいによる究極の選択
 
SOC(System on chip)時代におけるテスト検証

ツ－ルに要求される機能と能力は、実に多種多様です。
数百万ゲ－トに及ぶ大規模デバイスや千万ゲ－トを超え
るMCMに対するテスト検証設計・検証機能は当然のこと

ながら、テスタビリティの高い回路設計・合成に始まり、高
精度なテスタビリティ解析能力、高カバレッジかつコンパ
クトなテストパタ－ンの自動生成能力、さらに高速クロッ
クで動作するデバイスの為のディレイ・テスト、複数の機
能ブロックのテストに対するマルチプルなテスト・モ－ド及
びフル／パ－シャル・スキャン、バウンダリ－・スキャンな
どの多様な設計に対する自由度の高い機能性が要求さ
れます。又マイクロプロセッサ－やROM/ RAMなどのブ
ロックにたいする最適化されたBIST及びパタ－ンの生成

など、テスト設計、検証者が直面するあらゆる問題に対
する解決能力が要求されています。
 
IBM は、ASICベンダ－の一員として、同時にデバイスを

自ら使用するシステム・メ－カ－の一員としてテスト環境
開発のため業界最大の開発チ－ムを長期間投入してま
いりました。その結果として最も高機能、高精度、高効率
なテスト環境を構築し、その成果をTestBenchに盛り込

みました。
 
TestBench は昨年度においてASICや1000万ゲ－トを
超えるMCMでテスト設計・検証に使用され成功をおさめ
ており、この実績が、ユ－ザ－様によってTestBench
が選ばれる理由となっています。
 
IBM のTestBenchは大規模SOCにおけるテスト設計・

検証・診断の新しいスタンダ－ドです。

 
 
 
 
 
 
 

TestBench の主な特徴
 
         ä SOC対応､高性能、高検出率を少ないパタ－ンで超

高速に達成
　　　　ä 高品位テスト・シンセシス
        　　(Test Synthesis)
　　　　　 テスト回路の自動合成・付加論理合成ツ－ルとの緊
             密な統合環境
         ä テスタビリティ・アナリシス
             (Testability Analysis)対話的なテスタビリティ解析
         ä テスト･ジェネレ－ション
             (Test Generation)
           － 高カバレジ・テスト・パタ－ンの高速生成
         ä ダイアグノスチックス(Diagnostics)
             製造上のディフェクトとシュミレ－ションとのミス・コン

     ペア
         ä テスト・ソリュ－ション(Test Solution)
             Full/Partial Scan, Boundary Scan,
             Logic-BIST, ROM/RAMBIST,White/Grey/Black
             Coreのサポ－ト
         ä 多くのフォールト・モデルをサポ－トする高品質なテ
             スト-トランジション、IDDq、パラメトリック、パターン
         ä 各種テスター対応(Reduced-Pin対応)
         ä 効率的・高速処理のためのパラレル・
              シュミレ－ションのサポ－ト
         ä 業界随一の卓越したユーザ－･インタ－フェイス
           －フレンドリーなX-Windows･モチ－フを使ったグラフ
              ィック・ユ－ザ－I/F
           －GUIからの作成も可能なコマンドライン
              I/F(CLI)
           －各段階ごとにユ－ザ－をヘルプする、メソドロ

           　ジ－・アドバイザ－
         ä 広汎な各社テクノロジ－への対応
         ä 業界標準WS及びパラレル処理による高速シ
              ュミレ－ションのサポ－ト

 
 
 
 

TestBench(テストベンチ)
Integrated TestBench System for SOC

テスト設計・検証・診断統合システム

  http://www.chips.ibm.com/services/testbench

http://www.its-ibm.co.jp



デザイン・インプット・フォーマット
äEDIF(2.0.0 または3.0.0 階層またはフラット)
äVerilog(structual)
äVHDL
äMenter Test Views
äintegrated Data Model (IDM,Sematech/CIF

   common data model)
äTest Bench  Hier Models
äTransistor Net-lists

　(Gate Maker Converted)

äフォールト・モ デ ル

　-　スタック・アット(スタティックおよびダイナミック)
　-　パターン(スタティックおよびダイナミック)
　-　ハイアラキカル(ダイアグノチックス)
äテスト・シンセシス

　-　インターナル･スキャン
　-　MUXスキャン
　-　クロックド・スキャン
　-　LSSDスキャン(クロックド、D-Mimic,　シングルラ
      ッチ/ダブルラッチ)
äバウンダリー (エクスターナル)スキャン

　-　IEEE 1149.1
　-　IBM バウンダリー・スキャン
　-　スタンプス・BIST
　-　I/Oマネジメントスキャン・メソドロジー

äフル・スキャン(エッジ及びレベル・センシティブ)
äパーシャル・スキャン

　－ノン・スキャナラブル・ラッチ、パイプライン、
　　 マルチタイム・イメージ

　－パーシャル・スキャン選択
　－自動スキャン挿入
äシーケンシャル
äBIST(Bult-In Self Test)
äWeighted Random pattern

äテストパターン生成(ATPG)
  -マニュアル/ファンクショナル・パターン
  -擬似ランダム・パターン
  -スキャン･テスト(ストアード・パターン、デター
   ミニスティック)
  - Iddq
  -ドライバー/レシーバ
  -スキャン/フラッシュ
  -シーケンシャル
  -バウンダリー・スキャン/インターコネクト
  -LBIST(Logic Built-In Self-Test)、
　　ROM/RAM　BIST
  -WRPC (Weighted Random Pattern)
  -マクロテスト
　-Delay(AC): テスト生成
  -オン・プロタ゚ クト・クロック生成
äパターン・コンパクション

　-アクティブ・コンパクション
　-リバース・シュミレーション
　-パターン・マニュピレーション
　-ソート/トランケート・ベクター
äパターン出力
　-Waveform Generation Language (WGL)
　-Verilog
　-FTDL
　-ASCII
　-Binary

テスタビリティ解析
äTSV　(Test Structure Verification) :
    デザイン・ル－ル、　クロッキング、
    スキャン・チェイン、　MEG、　X-State
äBSV 　(Boundary Scan Verification)
    BSDL, IEEE1149.1 Conformance, Bypass
    Extest,Sample/Preload,
    IdCode/UserCode,
äMSV　(Macro Structure Verification)
    isolation of embedded devices to chip
    pins/latches
äDFA　(Deterministic Fault Analysis) :
    アンテスタブル・フォルト
　   -　PSA　(Partial Scan Analysis)
         % to scan, black boxes, loops,
　　　　sequential depth
äランダム・レジスト・フォールト・アナリシス


